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Vorrichtung zum Entfernen eines Chips von einer Chipkarte 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Entfernen oder 
Abtrennen eines Chips von einer insbesondere einem Recycling- 
Vorgang zuf iihrbaren Chipkarte . 

Bei Banken, Versicherungen und anderen Ausgabeinstitutionen von 
in der Regel aus Runs ts toff bestehenden Chipkarten mit darin 
eingesetzten elektronischen Chips besteht nach dem Verbrauch der 
Chipkarte, die von Kunden haufig zuruckgegeben wird, die 
Notwendigkeit beziehungsweise das Problem, diese Karte entsorgen 
zu mussen. Dabei ist es erf orderlich, daS der Chip mit seiner 
Kontaktierung beziehungsweise seinen Kontaktplattchen von der 
ubrigen Karte getrennt oder entfernt wird, damit der Werkstoff 
der Karte selbst zuruckgewonnen und wiederverwertet werden kann. 
Der aus einem Halbleiter und Metall bestehende Chip und seine 
Kontaktplattchen wiirden bei einer solchen Wiederverwertung des 
Kunststoffes diesen verfalschen \ind unbrauchbar machen. 

Es ist deshalb bekannt, den Chip mit seinen Kontaktplattchen vor 
der Entsorgung der eigentlichen Chipkarte beispielsweise von Hand 
mit einer Schere auszuschneiden . Dies ist jedoch muhsam und wird 
deshalb auch haufig unterlassen. Da der eigentliche Chip mit den 
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an der Kartenoberf lache liegenden Kontaktierungsstellen nicht 
wiederverwendbar ist, mufi er als Sondermull entsorgt werden. 
Verbleibt er an der Karte, mufi die gesamte Chipkarte als Sondermull 
behande 1 t werden . 

Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs 
genannten Art zu schaffen, mit welcher ein Chip und seine 
Kontaktierung auf einfache Weise von einer Chipkarte getrennt 
werden kann . 



Die Losung dieser Aufgabe besteht darin, daS die Vorrichtung eine 
^ Matrize und ein relativ dazu bewegbares und dazu passendes 

Stanzwerkzeug aufweist, dessen UmriS oder Querschnitt gleich oder 
grofier als die ubliche oder NormgroSe eines Chips mit seinem ihm 
15 zugehorenden Kontaktf lachen oder Kontaktplattchen ist. 

Mit einer solchen Vorrichtung ist es moglich, den Chip mit seinen 
Kontaktplattchen in einem einzigen Trennvorgang aus der Chipkarte 
herauszustanzen, so daS diese dann einer Wiederverwertung ihres 
2 0 Werkstoffes zugefuhrt werden kann und nur der Chip mit seinen 
Kontaktplattchen und gegebenenf alls noch einem schmalen y aus 
Kartenwerkstof f bestehenden Rand als Sondermull anfallt. Ein 
Stanzvorgang ist wesentlich einfacher und auch mit geringerer 
Kraft durchfiihrbar als ein muhsames Ausschneiden eines solchen 
25 Chips und einer Kontaktschere mit einer Schere. 



Zweckmafeig ist es dabei, wenn die Matrize in einer mit Anschlagen 
fur die Chipkarte begrenzten Aufnahmeof f nung angeordnet ist und 
wenn das Stanzwerkzeug etwa rechtwinklig zu der zwischen den 
3 0 Anschlagen der Auf nahmeoff nung befindlichen Ebene bewegbar ist. 

Somit findet die Chipkarte fur den Stanzvorgang eine definierte 
Lage, so da£ der Benutzer beim Ausstanzen nicht "zielen" muS, 
wie dies beispielsweise mit einer Stanzzange ohne eine derartige 
Aufnahmeof f nung der Fall ware. 
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Besonders giinstig fur eine schnelle und begueme Handhabung ist 
es, wenn die Vorrichtung ein Gehause zur Lagerung des bewegbaren 
Stanzwerkzeuges und der Matrize hat und wenn an diesem Gehause 
ein zu der Auf nahmeof fnung fiihrender Auf nahmeschlitz angeordnet 
ist, dessen Breite insbesondere etwa der Breite einer Chipkarte 
entspricht und dessen schmale Begrenzungen sich in die Seiten- 
anschlage der Auf nahmeof fnung fortsetzen. Somit braucht der 
Benutzer eine Chipkarte nur durch diesen Einf uhrschiitz bis zum 
Anschlag einzuschieben und dann das Stanzwerkzeug zu betatigen, 
urn sicher zu sein, daS er den Chip mit seinen Kontaktplattchen 
aus der Karte herausgetrennt und herausgestanzt hat. Selbstver- 
standlich muS er dabei die Karte in einer richtigen Orientierung 
einfuhren, damit der Chip und seine Kontaktplattchen auch oberhalb 
der Matrize und unterhalb des Stanzwerkzeuges zu liegen kommen. 
Wiirde der Benutzer die Chipkarte jedoch mit der "falschen" Seite 
zuerst einfuhren, sahe er anschliefiend, daS ein Stanzloch neben 
dem eigentlichen Chip entstanden ist, so daS er seinen Fehler 
auf einf ache Weise korrigieren kann. Fur ein hoherwertiges Gerat 
ware jedoch auch die Anbringung eines Sensors oder dergleichen 
zur Kontrolle der richtigen Lage der Chipkarte denkbar. 

Damit das Stanzwerkzeug sicher auf den Bereich der Chipkarte 
trifft, der den Chip en thai t, hat das Stanzwerkzeug und die Matrize 
relativ zu den seitlichen Anschlagen und einem stirnseitigen 
Anschlag der Auf nahmeof fnung zweckmaSigerweise den Abstand, den 
der Chip mit seinen Kontaktplattchen von den Randern der Chipkarte 
aufweist. Durch das Reinschieben der Chipkarte bis zum Anschlag 
befindet sich dann also der Chip an der Stelle, die ausgestanzt 
wird. 

Fur eine preiswerte Aus fuhrungs form kann die Vorrichtung als 
Tischgerat ausgebildet sein, wobei die Matrize in einem StandfuS 
dieses Tischgerates angeordnet und unterhalb der Matrize innerhalb 
des Standfufees ein Vorratsbehalter fur ausgestanzte Chips 
vorgesehen ist. Dabei kann dieser Vorratsbehalter zum Entnehmen 



4 

der ausgestanzten Chips offenbar sein, insbesondere einen 
unterseitigen Schiebedeckel haben. Somit werden ausgestanzte Chips 
zunachst gesammelt und konnen dann gemeinsam einer Entsorgung 
zugefiihrt werden. 

Weitere Ausgestaltungen der Vorrichtung fiir eine einfache Bedienung 
und dabei auch einen moglichst geringen Kraftbedarf sind Gegenstand 
der Anspriiche 6 bis 9. Vor allem die MaSnahmen des Anspruches 
7 vermindern den Kraftbedarf erheblich, wenn auch der Stanzweg 
etwas vergro&ert sein mu£, damit das Stanzwerkzeug mit seinen 
stanzenden Randern vollstandig durch die Gegenrander der Matrize 
durchtritt . 

Eine Ausgestaltung der Erfindung von erheblicher und eigener 
schutzwurdiger Bedeutung kann darin bestehen, daS das Stanzwerkzeug 
wenigstens einen gegeniiber seiner Stanz- oder Stirnflache oder 
den stanzenden Randern in Bewegungsrichtung bei dem Stanzvorgang 
vorstehenden Vorsprung von gegeniiber dem Querschnitt des 
Stanzwerkzeuges erheblich vermindertem Querschnitt hat und daS 
der Vorsprung an der Stelle des Stanzwerkzeuges angeordnet 1st, 
die bei dem Stanzvorgang auf den eigentlichen Chip beziehungsweise 
das ihn im wesentlichen bildende Halbleiterplattchen trifft. 
Dadurch kann erreicht werden, daS die Chipkarte und vor allem 
ihr Chip gegen jegliche miSbrauchliche Weiterbenutzung geschutzt 
wird und vor allem auch ein nachtragliches unbefugtes Feststellen 
von in dem Chip gespeicherten Daten verhindert wird. Durch den 
an dem Stanzwerkzeug vorstehenden Vorsprung wird namlich wahrend 
des Stanzvorganges noch vor dem eigentlichen Trennschnitt der 
Chip und sein Halbleiterplattchen mit Druck derartig beauf schlagt , 
daS es zerstort wird und nicht mehr in irgendeiner Weise mifibraucht 
werden kann . 

Besonders zweckmaEig ist es dabei, wenn der gegeniiber dem 
Stanzwerkzeug vorstehende, den Chip beziehungsweise das Halbleiter- 
plattchen, in der Regel ein Siliziumpiattchen, zerstorende 



Vorsprung ein sich ver jiingendes , insbesondere ein angespitztes 
Ende aufweist. Dieses Ende kann in den Chip vor dem eigentlichen 
Stanzvorgang ein tret en und dadurch eine Verformung und Lochung 
bewirken, durch die der Chip und sein Halbleiter nachhaltig 
zer s tort werden . 

Giinstig ist es insbesondere fur die Herstellung der Vorrichtung, 
wenn das Stanzwerkzeug einen kreisrunden Querschnitt hat, dessen 
Durchmesser gleich oder grofier als die groSte diagonale- oder 
seiten-Abmessung des Chips mit zugehoriger Kontaktierungsf lache 
ist, und wenn der Vorsprung insbesondere in der Mitte der 
Stirnseite angeordnet ist. Ein rundes Stanzwerkzeug und eine 
entsprechende Matrize konnen einfacher hergestellt werden und eine 
den Chip und seine Kontaktplattchen enthaltende Ronde aus der 
Chipkarte leichter ausstanzen, als wenn eine Rechteckf orm gewahlt 
wiirde . 



Nachstehend sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung anhand der 
Zeichnung naher beschrieben. Es zeigt in zum Teil schematisierter 
Darstellung : 



Fig. 1 eine Draufsicht zweier Chipkarten, deren eine einen Chip 
mit acht Kontaktf lachen und deren andere einen Chip 
mit sechs Kontaktf lachen en thai t, 



Fig. 2 eine teilweise im Schnitt gehaltene Stirnansicht der 
in Figur 1 dargestellten Chipkarten, in die der Chip 
mit seinen Kontaktplattchen von einer Oberf lachenseite 
aus eingelagert ist, 



Fig. 3 einen Langsschnitt einer erf indungsgemaEen Vorrichtung 
zum Ausstanzen einer den Chip und die Kontaktplattchen 
enthaltenden Ronde aus einer Chipkarte in einer Position 
vor dem Stanzvorgang, wobei eine Chipkarte bis an den 
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stirnseitigen Anschlag in die Vorrichtung eingeschoben 
ist, 

Fig. 4 eine der Figur 3 entsprechende Darstellung wahrend des 
5 Stanzvorganges, wobei ein an dem Stanzwerkzeug in 

Stanzrichtung vorstehender Vorsprung zunachst den Chip 
und das diesen im wesentlichen bildende Halbleiterplatt- 
chen verformt und zerstort, 

10 Fig. 5 eine Darstellung der Vorrichtung gema£ den Figuren 4 

und 5, wobei das Stanzwerkzeug vollstandig in die 

^ Matrize eingefuhrt und der zerstorte Chip mit seinen 

Kontaktplattchen ausgestanzt ist und in einem unterhalb 
der Matrize befindlichen dffenbaren Vorratsraum liegt, 

15 

Fig. 6 eine Stirnansicht der Vorrichtung gemaS den Figuren 3 
bis 5 mit Blickrichtung in den Einf uhrschlitz fur die 
Chipkarte, wobei eine solche Chipkarte in diesen 
Einf uhrschlitz eingeschoben ist, 

20 

Fig. 7A in schematisierter Darstellung ein Stanzwerkzeug mit 
ebener Stirnseite und demgegenuber vorstehendem Vorsprung 
und eine etwa dachformig geformte Matrize fiir einen 

P z i ehenden S chni 1 1 ., 

25 

Fig. 7B ein Stanzwerkzeug mit dachformig in Stanzrichtung 
vorstehender Stirnseite, wobei an dem "Dachfirst" der 
vorstehende Vorsprung angeordnet ist und die Matrize 
eben ausgebildet ist, 

30 

Fig. 7C ein Stanzwerkzeug, bei welchem die Stirnseite dachformig 
einwarts entgegen der Stanzrichtung geformt ist und von 
dem negativen "Dachfirst" ein entsprechend langerer 
Vorsprung nach unten vorsteht, dessen Spitze die in 
3 5 Stanzrichtung am tiefsten liegenden seitlichen Rander 



nach unten uberragt, wobei die Matrize wiederum eben 
ausgebildet ist, 

Fig. 8 eine der Figur 6 entsprechende Stirnansicht einer 
erf indungsgemaSen Vorrichtung mit einem zweiten 
Stanzwerkzeug und einer zweiten Matrize etwa im Bereich 
eines Magnetstreif ens einer Chip- oder Smartcard* 

In der nachf olgenden Beschreibung erhalten von ihrer Funktion 
ubereinstimmende Teile iibereinstimmende Bezugszeichen, auch wenri' 
sie in ihrer Form voneinander abweichen* 

Eine im ganzen mit 1 bezeichnete y vor allem in den Figuren 3 bis 
6 gut erkennbare Vorrichtung dient zum Entfernen oder Abtrennen 
eines Chips 2 mit seinen Kontaktplattchen 3 von einer in den 
Figuren 1 und 2 dargestellten Chipkarte 4, die in der Regel aus 
Kunststoff besteht und einer Wiederaufbereitung oder einem 
Recyclingvorgang zugefuhrt werden soil, bei welchem der Chip 2 
und seine Kontaktplattchen 3 storen wurden. In den Figuren 1 und 
2 erkennt man eine solche Chipkarte 4, die eine ubliche oder 
genormte GroSe hat und bei welcher sich an einer ebenfalls ublichen 
und genormten Stelle ein Chip 2 entweder mit acht oder mit sechs 
Kontaktplattchen 3 befindet. GemaS Figur 2 sind die Chips 2 und 
ihre Kontaktplattchen 3 in iiblicher Weise in eine Ausnehmung zum 
Beispiel Ausfrasung der eigentlichen Chipkarte 4 eingeklebt, so 
daS sie normaler Weise nicht mehr aus dieser Chipkarte 4 
herausgelost werden konnen. 

Mit Hilfe der Vorrichtung 1 kann nun der in den Figuren 1 und 
2 jeweils durch einen strichpunktierten Kreis K bezeichnete Bereich 
aus der Chipkarte 4 herausgestanzt werden, so daS dieser 
herausgestanzte Bereich K zum Beispiel als Sondermlill entsorgt 
werden kann, wahrend die iibrige Chipkarte in vorteilhaf ter Weise 
fur ein Recycling zur Verfugung steht. 
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Die Vorrichtung 1 weist dazu eine Matrize 5 und ein relativ dazu 
bewegbares Stanzwerkzeug 6 auf, dessen UmriE oder Querschnitt 
gleich oder gro&er als die ubliche oder NormgroEe eines Chips 
2 mit seinen ihm zugehorenden Kontaktf lachen oder Kontaktplattchen 
5 3 ist. - 

Damit ein Benutzer nicht die Stanzstelle gema£ dem Kreis K selbst 
bestimmen und "treffen" mu£, ist die Matrize 5 in einer mit 
Anschlagen fur die Chipkarte 4 begrenzten Auf nahmeof fnung 7 
10 angeordnet und das Stanzwerkzeug 5 ist etwa rechtwinklig zu der 
zwischen den Anschlagen der Aufnahmeof fnung 7 befindlichen Ebene 
£ bewegbar . 

In den Figuren 3 bis 6 erkennt man, da£ die Vorrichtung 1 ein 
15 Gehause 8 zur Lagerung und Fuhrung des bewegbaren Stanzwerkzeuges 
6 und der Matrize 5 hat und da£ an dies em Gehause 8 ein zu der 
Aufnahmeof fnung 7 fiihrender Auf nahmeschlitz 9 angeordnet ist, 
dessen Breite etwa der Breite einer Chipkarte 4 entspricht und 
dessen schmale Begrenzungen 10 sich in die Seitenanschlage 11 
2 0 der Auf nahmeof fnung 7 fortsetzen. Die Auf nahmeof fnung 7 wird also 
von diesen Seitenanschlagen 11 begrenzt, ist aber nach einer Seite 
zwischen diesen Seitenanschlagen 11, namlich im Bereich des 
Aufnahmeschlitzes 9 of fen. 

♦ 

2 5 Das Stanzwerkzeug 6 und die Matrize 5 haben dabei relativ zu den 

Seitenanschlagen 11 und einem stirnseitigen Anschlag 12, der dem 
Auf nahmeschlitz 9 gegenuberliegt , den Abstand B, den der Chip 

2 mit seinen Kontaktplattchen 3 von den entsprechenden Randern 
der Chipkarte 4 aufweist. In Figur 1 ist der Abstand A des Chips 

3 0 2 von dem ihm naherliegenden Rand dargestellt; der dem in Figur 

3 ebenfalls angedeuteten und ubereinstimmenden Abstand B zwischen 
der Mitte des Stanzwerkzeuges 6 beziehungsweise der Matrize 5 
und dem stirnseitigen Anschlag 12 entspricht. 

3 5 Wird also die Chipkarte 4 mit dem Rand zuerst in die Vorrichtung 



1 eingefiihrt, von welchem der Chip 2 den kleineren Abstand, namlich 
den Abstand A, hat, gelangt der durch den Kreis K in Figur 1 
markierte Bereich automatisch unter das Stanzwerkzeug 6. Wird 
dieses danach betatigt, wird also der Chip 2 mit seinen 
Kontaktplattchen 3 und einem gewissen Sicherheitsrand aus der 
Chipkarte 4 ausgestanzt und herausgetrennt . 

Die Vorrichtung 1 ist im Ausfiihrungsbeispiel als handbedienbares 
Tischgerat ausgebildet. Die Matrize 5 ist dabei in einem StandfuS 
13 dieses Tischgerates angeordnet und unterhalb der Matrize 5 
erkennt man innerhalb dieses StandfuSes 13, der in Erstreckungs- 
richtung eines Handhebels 14 ausgedehnt ist, einen Vorratsbehalter 
15, der die ausgestanzten Chips 2 aufnimmt. Die Verlangerung dieses 
StandfuSes 13 in Richtung des Handhebels 14 verleiht der gesamten 
Vorrichtung 1 auch eine bessere Standf estigkeit auch wahrend des 
Stanzvorganges . Dabei ist der Vorratsbehalter 15 im Ausfiihrungsbei- 
spiel zum Entnehmen der ausgestanzten Chips offenbar und hat dazu 
einen unterseitigen Schiebedeckel 16. Es konnen also zunachst 
eine grofee Anzahl von Chipkarten 4 bearbeitet und einem Recycling 
zugefuhrt werden, wahrend gleichzeitig die separat zu entsorgenden 
Chips in dem Vorratsbehalter 15 gesammelt werden. 

Das Stanzwerkzeug 6 ist mittels des schon erwahnten, quer zu diesem 
Stanzwerkzeug 6 angeordneten schwenkbaren Handhebels 14 gegen die 
Kraft einer Riickstellf eder 17, im Ausfiihrungsbeispiel einer 
Druckfeder, vertikai abwartsbewegbar , wobei im Ausfiihrungsbeispiel 
der Handhebel 14 einarmig und im Gehause 8 seitlich des 
Stanzwerkzeuges 6 schwenkbar gelagert ist. Gleichzeitig greift 
er am oberen Ende des Stanzwerkzeuges 6 gelenkig innerhalb eines 
Langschlitzes 18 an dem Stanzwerkzeug 6 an. Dieser Langschlitz 
18 ist so bemessen, dafe die Schwenkbewegung des Handhebels 15 
um seine Schwenklagerung 19 gema£ den Figuren 4 und 5 in eine 
genau geradlinige vertikale Verschiebung des Stanzwerkzeuges 6 
innerhalb seiner Fiihrung 2 0 umgesetzt wird. 
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In den Figuren 3 und 7A erkennt man, daS die Matrize 5 im Bereich 
ihrer Stanzoffnung dachformig ausgebildet ist und entgegen der 
Stanzbewegung hochsteht. Die stanzende Stirnseite 6a des 
Stanzwerkzeuges 6 ist hingegen eben ausgebildet. 

5 

GemaS Figur 7B kann jedoch auch die Matrize 5 eben ausgebildet 
sein und das Stanzwerkzeug 6 kann eine dachformig gestaltete 
stanzende Stirnflache 6a aufweisen, wobei die Dachform in 
Stanzrichtung nach unten vorspringt. Figur 7C zeigt eine 

10 demgegeniiber umgekehrte Anordnung, bei welcher wiederum die Matrize 
5 eben ist und das Stanzwerkzeug eine dachformig ausgebildete 

) stanzende Stirnseite 6a hat, die in diesem Falle aber in dem Sinne 

negativ geformt ist, da£ sie von den Seiten zur Mitte hin entgegen 
der Stanzrichtung zuriickspringt . 

15 

All diese MaSnahmen dienen dazu, daJS die Rander der Matrize 5 
und/oder des Stanzwerkzeuges 6 von einer parallel zu der zu 
bearbeitenden Chipkarte 4 verlaufenden Ebene derart abweichen, 
daS der Stanzvorgang ein ziehender Schnitt ist. Dies erieichtert 

20 dem Benutzer den Stanzvorgang, weil die Schneid- oder Stanzkraft 
erst allmahlich uber den gesamten Schnittbereich auftritt und 
nicht gleichzeitig am gesamten Umfang aufgebracht werden mu£. 
Zwar ergibt sich dadurch ein etwas langerer Stanzhub, der grower 
als die Abweichung der Dachform von einer Ebene sein muS, jedoch 

2 5 ist dieser etwas grofeere Verstellweg fur das Stanzwerkzeug 
vernachlassigbar im Hinblick auf den Vorteil der Leichtgangigkeit 
des Stanzvorganges . 

In alien Ausf uhrungsbeispielen ist eine weitere Ausgestaltung der 
30 Vorrichtung 1 vorgesehen, die dazu dient, den Chip beziehungsweise 
das ihn im wesentliche bildende oder zu ihm gehorende Halbleiter- 
plattchen zu zerstoren, so daS ein spaterer Mi£brauch oder eine 
nachtragliche Feststellung von in dem Chip enthaltenen Daten nicht 
mehr moglich ist. 

35 
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Man erkennt in alien Ausf uhrungbeispielen, da£ das Stanzwerkzeug 
6 einen gegenuber seiner Stanz- oder Stirnseite 6a oder den 
stanzenden Randern in Bewegungsrichtung bei dem Stanzvorgang 
vorstehenden Vorsprung 21 hat, dessen Querschnitt gegenuber dem 
Querschnitt des Stanzwerkzeuges 6 erheblich vermindert ist. Dieser 
Vorsprung 21 ist an einer Stelle des Stanzwerkzeuges 6 angeordnet, 
die bei dem Stanzvorgang auf den eigentlichen Chip 2 und damit 
das ihn im wesentlichen bildende, in seinem Inneren befindliche 
Halbleiterplattchen trifft. Der Vorsprung erreicht dabei also den 
Chip 2 zuerst und vor dem eigentlichen Stanzvorgang, so da& die 
weitere Verschiebung des Stanzwerkzeuges 6 zunachst dazu fiihrt, 
daS dieser Vorsprung den Chip 2 derartig beaufschlagt und belastet, 
dag er zerstort wird. 

Dabei ist im Ausf uhrungsbei spiel dieser den Chip 2 zerstorende 
Vorsprung 21 mit einem sich verjungenden zugespitzten Ende 22 
versehen, welches in den Chip 2 eindringen und ihn nachhaltig 
verformen und mechanisch zerstoren kann. In vorteilhaf ter Weise 
kann also gleichzeitig mit dem Heraustrennen und Ausstanzen des 
Chips 2 mit seinen Kontaktplattchen 3 der Chip 2 selbst gegen 
Mifibrauch dadurch geschiitzt werden, da£ er zerstort wird. 

Durch den in den beiden Darstellungen der Figur 1 angedeuteten 
Kreis K wird deutlich, da£ das Stanzwerkzeug' 6 im Ausf uhrungsbei - 
spiel einen kreisrunden Querschnitt hat, dessen Durchmesser grower 
als die grofite diagonale Abmessung des Chips 2 mit seinen 
Kontaktplattchen 3 ist. Der Vorsprung 21 ist dabei zweckmaSiger- 
weise zentral in der Mitte der Stirnseite 6a dieses Stanzwerkzeuges 
6 angeordnet. 

In Figur 8 ist ein Ausfiihrungsbeispiel dargestellt, bei welchem 
parallel zu dem Stanzwerkzeug 6 fur den Chip 2 wenigstens ein 
weiteres, zum Beispiel auf einen Magnetstreif en 23 {vgl . Fig. 
2) einer Chipkarte 4 treffendes Stanzwerkzeug 2 4 vorgesehen ist. 
Somit erhalt die Vorrichtung 1 sogar eine dreifache Funktion, 



indem der Chip 2 zerstort und mit seinen Kontaktplattchen 
ausgestanzt werden kann, wahrend gleichzeitig auch ein Magnetstrei- 
fen 23 unbrauchbar gemacht wird. Die verbleibende Chipkarte 4 
kann einer Wiederaufbereitung des sie bildenden Kunststoffes 
zugefuhrt werden. 

Die zu entsorgende Chipkarte 4 wird in eine Stanzvorrichtung 1 
gesteckt, wo ein Bereich mit dem Chip 2 und dessen Kontaktplattchen 
3 aus der ubrigen Chipkarte 4, also dem Tragerteil, ausgeschnitten 
oder ausgestanzt wird. Bevorzugt weist dabei das Stanzwerkzeug 
6 noch einen vorzugsweisen spitzen Vorsprung 21, also eine 
dornartige Spitze auf, welche bei Beginn oder vor dem eigentlichen 
Stanzvorgang den Chip 2 selbst mechanisch zerstort. Der Chip 2 
mit seinen Kontaktplattchen 3 kann somit fur sich entsorgt werden, 
wahrend die ubrige Chipkarte 4 einem Recycling-Vorgang zugefuhrt 
werden kann . 



- Anspriiche - 
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Anspruche 



Vorrichtung (1) zum Entfernen oder Abtrennen eines Chips 
{2) von einer insbesondere einem Recycling-Vorgang zufuhrbaren 
Chipkarte (4), dadurch gekennzeichnet , daB die Vorrichtung 
{1) eine Matrize (5) und ein relativ dazu bewegbares 
Stanzwerkzeug (6) aufweist, dessen UmriS oder Querschnitt 
gleich oder gro&er als die ubliche oder NormgrdSe eines Chips 
(2) mit seinen ihm zugehorenden Kontaktf lachen oder 
Kontaktplattchen (3) ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Matrize (5) in einer mit Anschlagen fur die Chipkarte (4) 
begrenzten Auf nahmeof fnung (7) angeordnet ist und daS das 
Stanzwerkzeug (5) etwa rechtwinklig zu der zwischen den 
Anschlagen der Auf nahmeof fnung (7) befindlichen Ebene bewegbar 
ist . 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daS sie ein Gehause (8) zur Lagerung und Fuhrung des 
bewegbaren Stanzwerkzeuges (6) und der Matrize (5) hat und 
da£ an diesem Gehause (8) ein zu der Auf nahmeof fnung (7) 
fuhrender Aufnahmeschlitz {9) angeordnet ist, dessen Breite 
insbesondere etwa der Breite einer Chipkarte (4) entspricht 
und dessen schmale Begrenzungen (10) sich in die Seiten- 
anschlage (11) der Auf nahmeof fnung (7) fortsetzen. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daE das Stanzwerkzeug (6) und die Matrize 
(5) relativ zu den Seitenanschlagen (11) und einem stirnseiti- 
gen Anschlag (12) der Auf nahmeof fnung den Abstand hat, den 
der Chip (2) mit seinen Kontaktplattchen (3) von den Randern 
der Chipkarte (4) aufweist. 
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Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekermzeichnet , daS sie als Tischgerat ausgebildet ist, da£ 
die Matrize (5) in einem StandfuS (13) dieses Tischgerates 
angeordnet ist und da£ unterhalb der Matrize (5) innerhalb 
des Standfufees (13) ein Vorratsbehalter (15) fur ausgestanzte 
Chips vorgesehen ist, wobei der Vorratsbehalter (15) zum 
Entnehmen der ausgestanzten Chips offenbar ist, insbesondere 
einen untersei tigen Schiebedeckel (16) hat. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekermzeichnet , da£ das Stanzwerkzeug (6) mittels eines quer 
zu ihm angeordneten schwenkbaren Handhebels (15) gegen die 
Kraft einer Rucks tel If eder (17) vertikal abwarts bewegbar 
ist, wobei ein insbesonderer einarmiger Handhebel (15) 
vorgesehen ist, der im Gehause (8) seitlich des Stanzwerkzeu- 
ges (6) gelagert ist und an dem oberen Ende des Stanzwerkzeu- 
ges (6) gelenkig angreift. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet , da£ die Rander der Matrize und/oder des 
Stanzwerkzeuges von einer parallel zu der zu bearbeitenden 
Chipkarte (4) verlaufenden Ebene derart abweichen, daS der 
Stanzvorgang ein ziehender Schnitt ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7 , dadurch 
gekennzeichnet, daS die Matrize und/oder das Stanzwerkzeug 
(6) eine dachformige oder schrage Ausbildung aufweisen und 
die Matrize (5) mit ihrer Dachform insbesondere entgegen 
der Werkzeugbewegung beim Stanzvorgang hochsteht. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, da£ eine dachformig ausgebildete Stirnseite 
des Stanzwerkzeuges positiv nach unten in Stanzrichtung oder 
negativ entgegen der Stanzbewegungsrichtung geformt ist. 



10. Vorrichtung, insbesondere nach einem der vorstehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daS das Stanzwerkzeug (6) 
wenigstens einen gegenuber seiner Stanz- oder Stirnflache 
(6a) oder den stanzenden Randern in Bewegungsrichtung bei 
dem Stanzvorgang vorstehenden Vorsprung (21) von gegenuber 
dem Querschnitt des Stanzwerkzeuges (6) erheblich vermindertem 
Querschnitt hat und daS der Vorsprung (21) an der S telle 
des Stanzwerkzeuges (6) angeordnet ist, die bei dem 
Stanzvorgang auf den eigentlichen Chip (2) beziehungsweise 
das ihn im wesentlichen bildende Halbleiterpl&ttchen trifft. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet r daS der gegenuber dem Stanzwerkzeug vor- 
stehende, den Chip (2) beziehungsweise das Halbleiterplattchen 
zerstorende Vorsprung (21) ein sich ver jungendes , insbesondere 
ein angespitztes Ende (22), aufweist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Stanzwerkzeug (6) einen kreisrunden 
Querschnitt hat, dessen Durchmesser gleich oder grower als 
die groSte diagonale oder Seiten-Abmessung des Chips (2) 
mit zugehoriger Kontaktierungsf lache ist, und daS der 
Vorsprung (21) insbesondere in der Mitte der Stirnseite (6a) 
angeordnet ist. 

13. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, da£ parallel zu dem Stanzwerkzeug (6) fur 
den Chip (2) und seine Kontaktplattchen (3) wenigstens ein 
wei teres, zum Beispiel auf einen Magnetstreif en (23) einer 
Chipkarte (4) treffendes Stanzwerkzeug (24) vorgesehen ist, 
das vorzugsweise mit demselben Handhebel (15) betatigbar ist. 
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